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Abstract (en)
The spring contact provides both mechanical support and electrical connection for the jack socket The retaining element comprises a component (3)
cut from sheet metal and folded into a U-shape. The U-shaped extends around a channel (4) formed around three sides of the insulating body (1) of
the jack plug base. Each side of the U comprises a fin which extends around the insulating body and down towards the surface of the printed circuit
board. Each side ends in a folded foot (8) which is attached to the printed circuit board. The central section of the sheet metal element includes a
projecting lamella (10) which has a folded section (15). This folded part is intended to fit into a corresponding recess (2) formed in the insulating
base.

Abstract (fr)
Le dispositif permet de positionner et de fixer d'une part une embase pour un jack (1) audio et stéréo sur le circuit imprimé d'un téléphone mobile
et d'autre part permet un contact électrique avec une partie de contact (2) de ce jack. Il consiste en un élément (3) découpé dans une feuille
métallique et plié en forme de U, ce U étant engagé dans une gorge (4) s'étendant sur la face supérieure du corps isolant de I'embase du jack (1)
et sur chacun des deux c6tés (6) de ce corps, les deux ailes (7) dudit U comportant chacune a son extrémité une patte (8) pliée a angle droit vers
I'extérieur et destinée a étre fixée sur le circuit imprimé, la base (9) du U dudit élément (3) portant une lame (10) en contact élastique avec une
partie de contact (2) du jack (1). <IMAGE>
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